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免责声明

• 本简报合并财报数字系根据国际财务报导准则编制，并经由会计师核阅。

• 本简报中可能包含对产业及前景之预测，系基于对现况之预期，但可能同时受限于

已知或未知风险与不确定性影响。因此实际结果将可能明显不同于所陈述之内容。

• 除法令要求外，本公司并无义务因应新信息的产生或未来事件的发生，主动更新对
未来展望的表述。

• 本简报数据不得视为买卖有价证券或其他金融商品之要约或要约之引诱。

• 本简报数据之著作权归本公司及本公司关系企业所有，不得直接或间接复制或传送
给任何第三人，且不得为任何目的出版刋印。
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公司简介

基本数据

• 成立日期：1997年1月16日

• 董事长兼执行长：王守仁

• 总经理：陈铭树

• 股票上市挂牌日：2018年6月28日

• 实收资本额：新台币1,530,850仟元

• 营业项目：电解铜箔之设计、制造及销售

公司沿革

1997 李长荣科技股份有限公司成立，资本额 NT 200,000仟元

2000 工厂完工试车，年产量：5000吨

2007 工厂扩建完工，年产量：10000吨

2017 股票公开发行暨登录兴柜

2018
KKR收购母公司荣化，荣科成为KKR间接持股之关系企业
股票挂牌上市，资本额 NT 1,530,850仟元
扩建VLP产线(ED#30)动工

2019 VLP产线(ED#30)预计将于年底前完工
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产业概况

数据源：上海有色金属网(2018/8)
财团法人柜买中心产业价值链信息平台
本公司整理

(1)关键技术掌握少数厂商，耐弯折，且工艺流程长
(2)生产成本较高，供应量及价格掌握度低
(3)宽幅受限(<600mm)、厚度受限

应用范围

软性铜箔基板
(Flexible Copper Clad Laminate, FCCL)

铜箔基板
(Copper Clad Laminate, CCL)

锂电池
(Lithium Battery)

印刷电路板
(Print Circuit Board, PCB)

铜箔
Copper Foil

家电

通讯

计算机外设

工业机器

汽车电子

医疗仪器

计算机

终端产品

压延铜箔
(Rolled & Annealed, RA)

生产工艺

电解铜箔
(Electro Deposited, ED)

电子电路铜箔

锂电铜箔

电子电路铜箔

能源车

制造厂

中国前三大铜箔基板厂

韩系智能型手机板制造厂

中国高阶PCB板制造厂

国内知名网通概念股

国内HDI板厂
全球前三大PCB汽车板厂
国内记体模块及汽车板厂

泰国第一大PCB汽车板厂

逾9成采用
电解铜箔工艺

(1)工艺流程精细，生产成本低
(2)宽幅及厚度调整度较高，应用领域较广
(3)强度、韧性、弹性系数、延展性等阶优于压延铜箔
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产品及市场

2018年度：
5G 世代、智慧手
机升级、互联网兴
起，及汽车电子复
杂度的提升

計算機 通訊 消費電子 汽車 工控醫療 軍工航太 封裝載板

2017 27.00% 27.00% 14.00% 9.00% 7.00% 4.00% 12.00%

2018 25.60% 31.20% 13.90% 9.20% 6.50% 4.20% 9.40%
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PCB 下游应用领域占比变化

2017 2018

2017年度：
汽车电子、消费电
子、通讯设备开创
PCB产业的新周期

研究机构预测：2018 年～2022 年下游应用领域对 PCB CAGR 的贡献将
主要集中在通讯 (3.5%)、消费电子 (4.2%)、汽车电子 (3.9%)

5G基站
增建 智能型

装置升级 汽车
智能化

较2017年度占比
增加4.2%

较2017年度占比
增加0.2%

2019年度：
网通、基地台需求
升温，但智能型手
机需求疲弱+美中
贸易不确定性

数据源：Prismark(2019/5)，2020我国印刷电路板制造业分析(台经院，2019/7)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(e)

產值 561.62 574.37 553.25 542.07 588.43 623.96 613.35

年增率 0.89% 2.27% -3.68% -2.02% 8.55% 6.04% -1.70%
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单位：亿美元
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产品及市场

需求
5G网通基础建设

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

5G NR standalone 0 0 125 241 443 829 1353 2562

5G NR Non-Standalone 0 118 167 227 249 245 0 0

5G/4G combined BTS 2 34 92 222 416 1035 1843 2621

LTE or 3G/4G 2604 3982 4279 4185 4197 3928 3982 3220
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全球新建/升级之小型基地台市场趋势

LTE or 3G/4G 5G/4G combined BTS 5G NR Non-Standalone 5G NR standalone

数据源：SCF、资策会MIC，2019/7

车载电子+动力及安全系统

1970 1980 1990 2000 2010 2020(E) 2030(E)

占比 3.60% 10.00% 15.20% 19.10% 29.60% 34.30% 49.60%
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汽车电子占整车成本比重

受惠于5G的高速传输速率，低延时特性，加速车联网及自动
驾驶，未来汽车电子化程度将大大提升

数据源：Prismark、中国产业信息网，2019/8

单位：千台
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产品及市场

供给
电解铜箔产能 LME铜价走势

2015 2016 2017 2018 2019(E)

電子電路銅箔 23.04 25.32 25.91 26.91 30.01

鋰電銅箔 4.50 7.88 12.43 18.43 28.23

 -
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铜箔产能

電子電路銅箔 鋰電銅箔

单位：万吨

数据源：TPCA协会 数据源：台湾区电线电缆工业同业公会、本公司整理
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产品及市场

• PK-HTE-LP3

• PK-HTE-RTF

主要特色 产品应用

符合IPC-4562A Grade 3之毛面瘤化处理箔 可用于一般Tg、Hi-
Tg、无卤基板等基
材，单面、双面、
多层板均可用

毛面经粉红色抗热层处理

主要特色 产品应用

符合IPC-4562A Grade 3之反转瘤化处理箔
高频产品
内层薄板均一瘤化镀层处理，胶片结合粗糙度较一般

箔低

• BR-DSS-LX series

主要特色 产品应用

极低粗糙度的红棕色箔
高频产品
极细线路板

均一的次微瘤化镀层处理

应用领域 电子电路铜箔项目

5G通讯、汽车电子 高频高速电解铜箔

半导体封装载板 9µm以下附载体铜箔

大功率、大电流
汽车厚铜基板

厚铜箔 (2oz~6oz)

手机 二层法电解铜箔

HDI多层板 HDI用电解铜箔

数据源：电子铜箔信息第41期，2018/8

主要产品 产销状况

全产全销
客制化配方调整
旧设备汰换

工厂

产

高阶板材需求持续
强劲，订单交期稳定

CCL
客户

销

HDI、Server板订单
较上半年为优

PCB
客户

销

主要客户产能回复，
需求较上半年提升

汽车板
客户

销
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营运绩效

单位：新台币百万元
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历年股利发放金额及发放比率

現金股利 股息配發率

2015 2016 2017 2018 2019Q3

營收淨額 2,763 2,997 3,775 3,209 2,204

毛利率 -0.79% 15.65% 23.33% 14.26% 6.35%

營業淨利率 -3.93% 12.53% 20.01% 9.82% 2.36%
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營收淨額 毛利率 營業淨利率

2015 2016 2017 2018 2019Q3

ROE -11.63% 30.06% 32.34% 12.37% 2.35%

ROA -4.47% 20.20% 25.22% 10.39% 1.96%

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

ROE/ROA

ROE ROA



Copyright ©  2018 LCY GROUP. All Right Reserved.10

经营理念及未来展望

业务端

研发端

生产端

因应终端数据需求市场：
(1)CCL：增加抗撕强度
(2)PCB：低介电常数(Low Dk) 

低介电损失(Low Df)

照顾
员工

满足
客户

品质
用心

诚信
为本

创造
盈余

(1)特殊板卡用箔客户来厂稽核完成
(2)销售版图分散：中(70%)、泰(9%)、
台(12%)、欧(1%)

产线调度，持续放量：
(1)高稳定度、(2)高附加价值
(3)利基性产品
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Q & A

• 发 言 人：陈铭树，Paul Chen

• 代理发言人：蔡孟修，Berry Tsai

• 联络电话：(02)2763-1611

• 联络信箱：lcyt@lcygroup.com

• 公司资讯：www.lcyt.com.tw

A

Q

mailto:lcyt@lcygroup.com
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Thanks for your attention!
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